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Besc hr e i bung 
Chipkartenmodul 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Flex-Modul zum Einsatz 
in einen Kartenkorper fur System-On-Card mit Bauteilen an der 
Oberflache des Kartenkorpers. 

Bei der Herstellung von Chipkarten ist es erf orderlich, meh- 
10 rere Bauelemente oder Komponenten eines System-On-Card an der 

Oberflache eines biegsamen Tragers oder des Kartenkorpers 
> einzusetzen. Die Bauelemente oder Komponenten sollen dabei 

einerseits biindig mit dem Trager oder der Oberflache des Kar- 
tenkorpers abschlieSen. Andererseits darf auch die genormte 
15 Dicke der fertigen Chipkarte nicht iiberschritten werden. 

Da die Funktionalitat von Chipkarten durch das System-On-Card 
immer groSer werden wird, besteht der Wunsch, eine Daten- 
Eingabemoglichkeit in der Chipkarte vorzusehen. 

20 

Bekannte Tastaturen, die im einfachsten Fall nur eine Taste 
besitzen, bestehen aus einer Deckfolie und einer Basisfolie. 
Zwischen der Deckfolie und der Basisfolie sind Schaltteile 
angeordnet, die in der Regel ebenfalls in einer Folie, der 

25 Schaltfolie, eingesetzt sind. Die aus dem Stand der Technik 
bekannten Tastaturen, die beispielsweise in Handys oder 
scheckkartengroSen Taschenrechnern eingesetzt werden, liegen 
als fertige Module mit von auSen zuganglichen externen Kon- 
takten vor. Das fertige Modul wird in das Gehause des Handys 

30 oder Taschenrechners eingesetzt, mit diesem mechanisch ver- 
bunden und liber die elektrischen Kontakte mit den anderen 
Komponeten des Telefons oder Taschenrechners verbunden. Die 
Tastaturmoule sind allerdings zu dick, als daS sie in eine 
normierte Chipkarte, welche eine Dicke von ca . 700 jam auf- 

35 weist, integriert werden konnten. 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Moglichkeit 
zu schaffen, mit der Bauelemente, insbesondere Daten- 
Eingabevorrichtungen, unter Berucksichtigung der Dicke einer 
normierten Chipkarte in diese eingesetzt werden konen, so da£ 
5 eine ebene Oberflache der Chipkarte gewahrleistet ist. 

Diese Aufgabe wird mit dem Chipkartenmodul mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1 gelost . Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben 
sich aus den abhangigen Anspruchen. 

10 

Das erf indungsgemafie Chipkartenmodul umfaSt einen Zwischen- 
1^. trager, auf dem zumindest ein Bauelement angebracht ist. Der 
Zwischentrager ist nach dem Einsetzen in den Kartenkorper ei- 
ner Chipkarte in dem Kartenkorper angeordnet, wahrend das ei- 

15 ne Bauelement oder zumindet eines der Bauelemente an der 

Oberflache des Kartenkorpers gelegen ist und von daher von 
auSen zuganglich ist. Dadurch, daS der Zwischentrager, der in 
System-On-Cards von Haus aus vorhanden ist, als ein funktio- 
naler Bestandteil des Bauelementes verwendet wird, sind nun- 

20 mehr Bauelemente in eine normierte Chipkarte integrierbar , 

welche ansonsten aufgrund ihrer liblichen Dicke nicht verwen- 
det werden konnten. 

Mit anderen Worten schlagt die Erfindung vor, den Zwischen- 
^Jr25 trager als Ersatz fur einen Bestandteil des Bauelementes zu 
verwenden, wodurch sich die Dicke des verbleibenden Bauele- 
mentes gegeniiber dem ansonsten als Modul vorliegenden Bauele- 
ment verringern laSt . 

30 Als Module vorliegende Bauelemente weisen immer ein Trager- 
substrat auf, auf dem elektrische Komponenten aufgebracht 
sind. An dem Tragersubstrat sind dann regelmaSig externe Kon- 
takte - entweder auf der Unterseite oder an dessen Stirnkante 
- angebracht, uber welche das Bauelement elektrisch kontak- 

35 tierbar ist. 
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Erf indungsgemafi kann auf dieses Tragersubstrat verzichtet 
werden, indem die elektrischen Komponenten des Bauelementes 
direkt mit dem Zwischentrager des Chipkartenmoduls kontak- 
tiert werden. 1st das Bauelement gemafi einer vorteilhaf ten 
Weiterbildung der Erfindung eine Tastatur, die wenigstens ei- 
ne Taste aufweist, so kann die das Tragersubstrat darstellen- 
de Basisfolie eingespart werden. Die Schaltfolie, die von ei- 
ner an der Oberflache des Kartenkorpers gelegenen Deckfolie 
bedeckt ist, kann direkt mit dem Zwischentrager kontaktiert 
werden. 

Vorzugsweise weist der Zwischentrager deshalb eine Leiter- 
zugstruktur auf, die zur Herstellung der elektrischen Verbin- 
dung mit dem zumindest einen Bauelement dient. 

Vorteilhaf terweise konnen auf diesem Zwischentrager weitere 
Bauelemente, z.B. ein Chipmodul oder eine Anzeigevorrichtung 
vorgesehen sein. Die elektrische Verbindung der Bauelemente 
untereinander gestaltet sich durch die Leiterzugstruktur afu 
dem Zwischentrager dann besonders einfach. 

Durch den Verzicht auf die oben genannte Basisfolie reduziert 
sich die Dicke der Tastatur derart, daS ein Einbau in eine 
normierte Chipkarte moglich ist . 

Die Erfindung laSt sich natiirlich nicht nur bei Tastaturen, 
sondern bei alien Bauelementen verwenden, die iiberlicherweise 
als Modul vorliegen und ein Tragersubstrat mit externen Kon- 
takten aufweisen. Bei all diesen Bauelementen ist ein Ver- 
zicht auf das Tragersubstrat mit einer einhergehenden Dicken- 
reduzierung moglich, indem die jeweiligen elektrischen Kompo- 
nenten direkt auf den Zwischentrager montiert werden. 

In einem Trager oder Kartenkorper konnen natiirlich auch wei- 
tere Zwischentrager mit jeweiligen Bauelementen angeordnet 
sein. Dabei muS auch nicht jeder der Zwischentrager in dem 
Trager oder Kartenkorper angebracht sein. Einer der weiteren 
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Zwischentrager konnte gleichzeitig die Oberflache der Chip- 
karte bilden, wobei Bauelemente in Locher dieses Zwischentra- 
gers eingesetzt oder mit diesem mechanisch verbunden sein 
konnen . 



Ein mogliches Beispiel einer Ausf uhrungsf orm des erfindungs- 
gemaSen Chipmoduls mit einem Zwischentrager und einem darauf 
auf gebrachten Bauelement, bei dem der Zwischentrager einen 
funktionalen Bestandteil dieses Bauelementes bildet, ist in 
10 der beigefiigten Figur im Querschnitt im Schema dargestellt. 

In einen Kartenkorper 1 vorgegebener GroSe ist ein Zwischen- 
trager 2 eingesetzt. Auf diesem sind ein als fertiges Modul 
ausgebildetes Chipmodul 7 bekannter Bauweise und ein nicht 
15 als Modul vorliegendes Bauelement 3 in Form einer Tastatur 



auf gebracht . Sowohl das Chipmodul J als auch die Tastatur 3 
schlieSen mit der Oberflache des Kartenkorpers 1 biindig ab, 
so daS eine ebene Flache entsteht . Die Tastatur besteht aus 
einer an der Oberflache des Kartenkorpers gelegenen Deck- 

20 schicht 5 und einer zwischen der Deckschicht 5 und dem Zwi- 
schentrager 2 befindlichen Schaltfolie 6. Die Schaltfolie 6 
beinhaltet die elektrischen Komponenten der Tastatur, das 
heiSt im wesentlichen die Tasten. Diese sind mit einer Lei- 
terzugstruktur 4, die auf dem Zwischentrager 2 auf gebracht 

25 ist, elektrisch verbunden. Der Zwischentrager 2 mit der Lei- 
terzugstruktur ersetzt folglich die bei einem Tastaturmodul 
ubliche eingangs beschriebene Basisfolie mit den externen 
Kontakten. Der Zwischentrager 2 ist somit ein funktionaler 
Bestandteil der Tastatur 3 geworden. Hierdurch reduziert sich 

30 die Dicke der Tastatur derart, dafi ein Einbau derselben in 
einen normierten Chipkartenkorper mit einer Dicke von ca. 
700 ^im moglich wird. Eine derartige Tastatur kann von bekann- 
ten Folientastaturen, wie sie zum Beispiel von Handys bekannt 
sind, abgeleitet werden. 




35 



Durch die Erfindung wird auch die Kontaktierung der Tastatur 
3 mit den ubrigen Bauelementen einer Chipkarte erleichtert . 



P2001 / 0292 DE E 



5 

Im vorliegenden Beispiel ist lediglich ein Chipmodul 7 darge- 
stellt, welches ebenfalls auf dem Zwischentrager montiert ist 
und iiber die Leiterzugstruktur 4 mit der Tastatur auf einfa- 
che Weise elektrisch verbindbar ist. Die Erfindung ist 
selbstverstandlich nicht darauf beschrankt, sondern kann eine 
Vielzahl wei.terer Bauelemente, zum Beispiel eine Anzeigevor- 
richtung, einen Energiespeicher oder dergleichen, beinhalten. 

Das Chipmodul kann dabei kontaktbehaf tet oder kontaktlos oder 
hybrid ausgebildet sein. 
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Patent anspruche 

1 . Chipkartenmodul mit mindestens einem Bauelement zum Ein- 
satz in einen Kartenkorper (1) , wobei das zumindest eine Bau- 
5 element auf einem in dem Kartenkorper (1) angeordneten Zwi- 
schentrager .(2) angebracht ist und der Zwischentrager (2) 
funktionaler Bestandteil des zumindest einen Bauelementes (3) 
ist. 

10 2. Chipkartenmodul nach Anspruch 1, wobei der Zwischentrager 
(2) eine Leiterzugstruktur (4) aufweist, die zur Herstellung 
N ^ einer elektrischen Verbindung mit dem zumindest einen Bauele- 
ment (3) dient und einen Bestandteil des Bauelementes er- 
setzt . 

15 

3. Chipkartenmodul nach Anspruch 1 oder 2, wobei eines der 
Bauelemente (3) eine Tastatur ist mit einer an der Oberflache 
des Kartenkorpers gelegenen Deckfolie (5) und einer mit dem 
Zwischentrager (2) kontaktierten Schaltfolie (6) . 

20 

4. Chipkartenmodul nach einem der Anspruche 1 bis 3, wobei 
eines der Bauelemente (3) ein Chipmodul (7) ist. 

5. Chipkarte mit zumindest einem Chipkartenmodul nach einem 
^W25 der Anspruche 1 bis 4. 
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Zusammenf assung 
Chipkartenmodul 

5 Die Erfindung schlagt ein Chipkartenmodul mit mindestens ei- 
nem Bauelement zum Einsatz in einen Kartenkorper (1) vor, wo- 
bei das zumindest eine Bauelement auf einem in dem Kartenkor- 
per (1) angeordneten Zwischentrager (2) angebracht ist und 
der Zwischentrager (2) funktionaler Bestandteil des zumindest 

0 einen Bauelementes (3) ist. 



Figur 
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Bezugszeichenliste 

1 Kartenkorper 

2 Zwischentrager 

3 Bauelement 

4 Leiterzugstrukt 

5 Deckfolie 

6 Schaltfolie 

7 Chipmodul 
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